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1. はじめに

　近年，欧州および日本をはじめとする各国で CO2排出規
制が強化され，ハイブリッド自動車の開発が活発に取り組
まれている。とりわけ低燃費に向けたユニットの小型化・
軽量化，高出力に向けた大電流・高放熱に対する技術革新
は絶えない。今後，一層の性能向上が必要不可欠となるた
め，これらを実現する車載プリント配線板の技術開発を
行っている。
　本稿では，放熱機能を有する複数構造の車載用プリント
配線板に発熱素子を実装し，その放熱特性を測定した結果
とそれに基づいた伝熱解析の結果について報告する 1),2)。

2. 放熱基板の概要

2.1	 放熱構造

　駆動部制御用発熱素子などが表面実装される場合，プリ
ント配線板を挟んで裏面側ヒートシンクへ効率よく伝熱す
ることにより発熱素子への熱負荷を低減させることができ
る。図 1は銅インレイ構造およびメタルベース構造を用い
た発熱素子実装の構造例を示す。発熱素子からヒートシン
クまでの伝熱経路を確保するため，さまざまな車載用プリ
ント配線板の放熱技術に取り組んでいる 3)。
2.2	 放熱基板

　図 2に車載用プリント配線板における放熱基板技術の一
例を示す。図中の放熱技術は，現在自動車に搭載されてい

るあるいは今後搭載される見込みである。
　図 1(a)の発熱素子構造を想定した場合，図 2(a)リファレ
ンス基板は積層材料である一般的なプリプレグが表面から
裏面への伝熱経路であるため，特別な伝熱経路を持たない。
　一方，図 2(b)銅インレイ基板の場合は銅インレイ表面に
発熱素子を直接はんだ実装する構造が多く，表面から裏面
に向け直下に伝熱することができる。発熱素子のフットプ
リントに沿った大きさの銅インレイを使うことにより，限
定された箇所を効果的に放熱することができる。
　また図 2(c)サーマルスルーホール基板の場合は，一般配
線箇所に用いるスルーホールに比べ，発熱素子のフットプ
リント内に狭ピッチでスルーホールを配置することにより
表面から裏面へ伝熱することができる。この場合，スルー
ホール内に絶縁樹脂を永久穴埋めした後に銅めっきを施す
ことにより，スルーホールをパッドオンビアにする必要が
ある。さらにスルーホール内に導電性樹脂を永久穴埋めす
ることにより，伝熱性を向上させることができる。
　ここでは，さまざまな方式の放熱基板技術の中で，発熱
素子をフットプリント内で表面から裏面に伝熱することが
できる銅インレイ基板とサーマルスルーホール基板の放熱
特性について比較測定を実施した。

図 2.　放熱基板技術
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図 1.　発熱素子実装の構造例
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